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內容大綱內容大綱內容大綱內容大綱內容大綱內容大綱內容大綱內容大綱

�AMOLED檢測產業面(需求/國內技術比較)

�AMOLED檢測技術面(現有技術能量、發展中技術介紹)

�AMOLED檢測可提供服務內容、合作方式

�LED (現有技術能量)

�LED檢測可提供服務內容、合作方式
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AMOLED 產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求//國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較

有機發光顯示器有機發光顯示器有機發光顯示器有機發光顯示器
有機發光顯示器(Organic Light Emitting Display)或稱有機發光二極
體(Organic Light Emitting Diode)，簡稱OLED，此一技術具有下列
優越的使用特性。
自發光
超薄特性
高亮度
高發光效率
高對比
微秒級反應時間
超廣視角
低功率消耗
可使用溫度範圍大
可曲撓面板
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LCD TFT Provide Electric FieldAMOLED TFT Provide Current

AMOLED TFT

Oxied semiconductorsSuper high PPI. Displays like smart phones

ChallengersOpportunities

More process steps than a-SiEables low power consumption

Lower yield than a-SiEables smaller, faster swithcing TFTs

High Capital costsHigh electron mobility. Up to several hundred cm2/VSec

a-Si is often good enough for LCDsAMOLEDs that require high current to drive panles

Improving uniformityElectronics integration on glass

Low uniformityEables finer critical dimension

NegativesPosivives

AMOLED 產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求//國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較
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AMOLED 產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求產業面需求//國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較國內技術比較

LTPS ELA Process Inspection

�Traditional AOI: 因缺陷影像對比度差無法分辨ELA製程的好壞

�Spectroscopic Ellipsometry: 採單點量測量測資料完整但無法全檢

現有技術比較

文獻所示光學參數vs ELA條件
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AMOLED 現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量////////發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術

材料光學特性分析及數學模型建立材料光學特性分析及數學模型建立材料光學特性分析及數學模型建立材料光學特性分析及數學模型建立

膜層理論模型膜層理論模型膜層理論模型膜層理論模型

橢偏干涉模型橢偏干涉模型橢偏干涉模型橢偏干涉模型

散射模型散射模型散射模型散射模型

橢偏干涉模型橢偏干涉模型橢偏干涉模型橢偏干涉模型

偏振系統模模型偏振系統模模型偏振系統模模型偏振系統模模型

散射模型散射模型散射模型散射模型 偏振系統模模型偏振系統模模型偏振系統模模型偏振系統模模型
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AMOLED 現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量////////發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術
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由實驗取得膜層參數由實驗取得膜層參數由實驗取得膜層參數由實驗取得膜層參數，，，，計算出不計算出不計算出不計算出不
同入射角與波長下的橢偏參數同入射角與波長下的橢偏參數同入射角與波長下的橢偏參數同入射角與波長下的橢偏參數
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建立建立建立建立LTPS材料缺陷最佳強化方法材料缺陷最佳強化方法材料缺陷最佳強化方法材料缺陷最佳強化方法
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AMOLED 現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量現有技術能量////////發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術發展中技術

建立線掃描式材料缺陷檢測系統建立線掃描式材料缺陷檢測系統建立線掃描式材料缺陷檢測系統建立線掃描式材料缺陷檢測系統
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AMOLED 可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容、、、、合作方式合作方式合作方式合作方式可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容、、、、合作方式合作方式合作方式合作方式

1. 提供材料參數分析服務

2. 提供最佳化材料缺陷強化方法設計

3. 提供量測設備建置服務

可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容
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LED (相關技術能量相關技術能量相關技術能量相關技術能量)

磊晶磊晶磊晶磊晶 晶粒前段晶粒前段晶粒前段晶粒前段 晶粒後段晶粒後段晶粒後段晶粒後段

Substrate

EPI Wafer

EPI Wafer

COW

COW

Chip

COT
MOCVD 即時即時即時即時
晶圓曲率量測晶圓曲率量測晶圓曲率量測晶圓曲率量測

晶圓材料缺陷檢測晶圓材料缺陷檢測晶圓材料缺陷檢測晶圓材料缺陷檢測

全域式全域式全域式全域式LED光學光學光學光學
特性量測技術特性量測技術特性量測技術特性量測技術

LED全光通全光通全光通全光通
量量測技術量量測技術量量測技術量量測技術

靜電測試靜電測試靜電測試靜電測試

測試機電源測試機電源測試機電源測試機電源

微光譜儀微光譜儀微光譜儀微光譜儀

V(λλλλ) Sensor
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LED (相關技術能量相關技術能量相關技術能量相關技術能量)

影像式彩色分析儀影像式彩色分析儀影像式彩色分析儀影像式彩色分析儀 light bar 量測量測量測量測 多通道多通道多通道多通道Spectroradiometer light bar 量測量測量測量測
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LED 可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容、、、、合作方式合作方式合作方式合作方式可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容、、、、合作方式合作方式合作方式合作方式

1. 提供LED上下游模組化的量測模組

2. 提供新製成新需求提供新的方法及設計

3. 提供量測設備建置服務

可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容可提供服務內容
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The End

E-Mail: Fushiangyang@itri.org.tw
TEL:03-5743882



新世代新世代新世代新世代AOI模組化量測技術模組化量測技術模組化量測技術模組化量測技術(二二二二)

機械產業的應用機械產業的應用機械產業的應用機械產業的應用

陳俊賢陳俊賢陳俊賢陳俊賢
2012.04.20
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大綱大綱大綱大綱

• 機械產業檢測技術介紹機械產業檢測技術介紹機械產業檢測技術介紹機械產業檢測技術介紹

• 已實施於業界應用實例介紹已實施於業界應用實例介紹已實施於業界應用實例介紹已實施於業界應用實例介紹

• 其他科專應用技術介紹其他科專應用技術介紹其他科專應用技術介紹其他科專應用技術介紹

• 量測量測量測量測技術評估分析整理技術評估分析整理技術評估分析整理技術評估分析整理
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探針接觸式探針接觸式探針接觸式探針接觸式 光學投影式光學投影式光學投影式光學投影式 影像量測式影像量測式影像量測式影像量測式 其他其他其他其他

應
用
技
術
分
類

機械產業檢測技術介紹機械產業檢測技術介紹機械產業檢測技術介紹機械產業檢測技術介紹
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光學投影技術用於軸件量測光學投影技術用於軸件量測光學投影技術用於軸件量測光學投影技術用於軸件量測
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軸件量測儀規格軸件量測儀規格軸件量測儀規格軸件量測儀規格
技術規格技術規格技術規格技術規格 Specifications
•量測外徑： 0.5~65mm

•最大量測長度： 580mm

•量測直徑精度：± 2μm+0.01D μm

•量測長度精度： ± 10 μm+0.01L μm

•機台本體重量： 240Kg 

•機台體積寬x長x高： 700 x 650 x 1320 mm

應用範圍應用範圍應用範圍應用範圍 Applications
1、傳動螺桿、傳動軸之直徑、長度、幾何公差量測

2、精密馬達軸心外徑、斷差、偏擺量測
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白光干涉用於精微加工機工件量測白光干涉用於精微加工機工件量測白光干涉用於精微加工機工件量測白光干涉用於精微加工機工件量測
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精微測量模組規格精微測量模組規格精微測量模組規格精微測量模組規格

應用範圍應用範圍應用範圍應用範圍 Applications
1、生物晶片加工線上量測

2、精微工件線上粗糙度量測

技術規格技術規格技術規格技術規格 Specifications
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彩色共焦高度測量模組規格彩色共焦高度測量模組規格彩色共焦高度測量模組規格彩色共焦高度測量模組規格

應用範圍應用範圍應用範圍應用範圍 Applications

1、觸控面板特徵高度量測

2、玻璃厚度及下層對位

技術規格技術規格技術規格技術規格 Specifications
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二維影像用於缺陷檢測二維影像用於缺陷檢測二維影像用於缺陷檢測二維影像用於缺陷檢測

三維線上三維線上三維線上三維線上
即時量測即時量測即時量測即時量測

三維線上三維線上三維線上三維線上
即時量測即時量測即時量測即時量測

主動制震技術主動制震技術主動制震技術主動制震技術主動制震技術主動制震技術主動制震技術主動制震技術

高精度位置感測高精度位置感測高精度位置感測高精度位置感測高精度位置感測高精度位置感測高精度位置感測高精度位置感測
張力控制技術張力控制技術張力控制技術張力控制技術張力控制技術張力控制技術張力控制技術張力控制技術

二維線上二維線上二維線上二維線上
缺陷檢測缺陷檢測缺陷檢測缺陷檢測

二維線上二維線上二維線上二維線上
缺陷檢測缺陷檢測缺陷檢測缺陷檢測
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二維影像檢測模組規格二維影像檢測模組規格二維影像檢測模組規格二維影像檢測模組規格
技術規格技術規格技術規格技術規格 Specifications

應用範圍應用範圍應用範圍應用範圍 Applications

1、軟性電子表面缺陷

2、平面顯示器表面缺陷

3、透明玻璃雙面缺陷

4、薄膜太陽能表面缺陷

檢測寬度：300 mm

連續檢測速率：6 m/min

缺陷檢測解析度：1 μm

白點 異物

破裂 fiber

凸點 刮傷
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R2R光學膜厚度量測光學膜厚度量測光學膜厚度量測光學膜厚度量測

頻譜式光學膜厚度量測 寬頻式光學膜厚度量測
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R2R光學膜厚度量測規格光學膜厚度量測規格光學膜厚度量測規格光學膜厚度量測規格

應用範圍應用範圍應用範圍應用範圍 Applications
頻譜式光學膜厚度量測：

可量測UV超薄光學膜厚度，，廣泛應用

於UV光學膜或是觸控用ITO導電膜產業

寬頻式光學膜厚度量測：

可量測熱壓式光學膜厚度，廣泛應用於

光學膜或是手機用平板玻璃產業

頻譜式光學膜厚度量測：

量測範圍 1 μm～ 70 μm

量測精度 0.1 μm

寬頻式光學膜厚度量測：

量測範圍 20 μm～ 2000 μm

量測精度：0.5 μm

50μμμμm PET基板動態量測基板動態量測基板動態量測基板動態量測σσσσ=0.2μμμμm

LeftThick

51

51.2

51.4

51.6

51.8

52

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

LeftThick

技術規格技術規格技術規格技術規格 Specifications
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量測技術評估分析整理量測技術評估分析整理量測技術評估分析整理量測技術評估分析整理

2D光學量測光學量測光學量測光學量測 彩色共焦量測彩色共焦量測彩色共焦量測彩色共焦量測 白光干涉量測白光干涉量測白光干涉量測白光干涉量測

特點特點特點特點 2D平面量測 單點掃描量測 2D影像深度掃描

量測速度量測速度量測速度量測速度

（（（（含運算含運算含運算含運算））））

0.2 sec/frame

50μs/Line

0.01 sec/point 0.6 sec/frame

平面解析度平面解析度平面解析度平面解析度 0.6 um

（10X物鏡）

5 um

（光點大小）

0.6 um

（10X物鏡）

高度解析度高度解析度高度解析度高度解析度 無 0.6um 1 nm

成本比較成本比較成本比較成本比較 低 中 高

注意事項注意事項注意事項注意事項 1、解析度與速度
會互相影響

2、良好的投光方
式可提高檢測率

1、高度量測範圍與解
析度有關

2、可克服待測物件振
動問題

1、可更換物鏡倍率改
變平面FOV及平面解
析度

2、需注意平台振動
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謝謝

陳俊賢

03-5743718

Jim.chen@itri.org.tw


